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当前
,

在电子行业中
,

波峰自动焊接机已被广泛使用
。

随着电子工业的不断发展
,

对波峰自

动焊接机的需求会不断地增加
,

然而在使用波峰自动焊接机的过程中
,

接插件在印刷电路板上

的焊接在二次波峰焊时
,

往往会出现焊接点拉锡
,

即形成细长的圆锥形拉锡现象
,

致使接插件

在印刷电路板上的焊接质量下降
,

同时造成焊锡浪费
,

增加了焊接成本
。

为了使接插件焊接不

至于出现这种现象
,

可通过调整二次波峰锡锅的锅口形状和波峰的高度
,

收到很好的效果
。

1 波峰自动焊接机的工作过程

所谓波峰焊就是接插件在印刷电路板上由自动焊接机自动焊锡的一个过程
,

其基本的工

作原理是
:

将待焊接的电子元件插在印刷电路板上
,

把插好电子元器件的印刷电路板装夹到波

峰自动焊接机的专用夹具上
,

然后传输进入焊接机内
。

首先夹具将待焊的接插件印刷电路板经

过发泡的助焊剂
,

使要焊接的表面与之接触 ;然后再通过加热器进行预热 ;接着进入锡锅进行

第一次浸焊 ;浸焊后需要冷却
,

然后利用专用刀具切割电子元器件插件多余的长脚 ;接下来再

经过发泡的助焊剂
,

使焊接表面与之接触
,

再次通过加热器进行预热
。

预热完以后
,

进行第二次

波峰焊接
。

再经过冷却
,

将焊好的接插件印刷电路板从夹具上取下来
,

整个焊接过程完成
。

这

个过程也可以用框图示意如下
:
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2 波峰焊拉锡现象的产生

接插件印刷电路板在第一次进入锡锅进行浸焊后
,

可能存在着有些电子元器件的焊脚点

未焊到
,

而又有一些可能成为虚焊
。

同时
,

在切割电子元器件长脚的时候
,

有些焊接不牢的电子

元器件的脚子产生松动
,

所以必须再进行二次焊接
,

这就是人们常说的二次波峰焊接
。

波峰是

通过安装在锡锅内的泵来形成的
,

波峰的高低
、

形状可以通过泵及锡锅的上出口来改变
。

在波

峰焊接中
,

往往出现这样一种情况
,

就是第一次浸焊时
,

电子元器件焊脚点不产生拉锡
,

而在进
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行第二次波峰焊时
,

电子元器件焊脚点出现拉锡现象
,

形成一个个细长的圆锥形锡尖
,

如图 1
。

尽管锡锅内锡的温度与规定值相符
,

也还会产生这样的拉锡现象
。

3 拉锡现象产生的原因及消除方法

二次波峰焊时
,

为什么接插件印刷电路板

的电子元器件的焊脚点会产生拉锡现象而在一

次浸焊中没有这种现象
,

是波峰锡锅内锡的温

度低吗 ?通过对波峰锡锅内锡的温度进行测量
,

结果表明温度符合焊接的要求
。

经过仔细的分

析
,

锡锅锅 口的形状及波峰高低的关系影响很

大
,

发现接插件印刷电路板在离开焊接的时候
,

泵从锡锅内抽出的锡并不是与电子元器件焊接

点接触
,

而是由于波峰较低
,

锡锅口远处的锡位

较高
,

而此处锡的温度经空气的冷却
,

已达不到

焊接要求的温度
,

这样当接插件印刷电路板上

的电子元器件的焊脚点最后经过此处时
,

就产

生了拉锡现象
,

如图 2
。

而在一次浸焊时
,

由于

不形成波峰
,

锡锅内温度较均匀
,

在接插件印刷

电路板离开锡面时
,

温度始终一致
,

因而没有拉

锡现象产生
。

拉锡现象产生的原因找出以后
,

问题也就

迎刃而解了
。

适当地调整二次波峰锡锅口的形

状
,

以及适当提高波峰的高度
,

使其接插件印刷

电路板上的电子元器件焊脚点在离开波峰焊接

的时候
,

焊锡的温度应是刚从锡锅内抽出来的

温度
,

就不会产生拉锡
,

如图 3
。

这样接插件印

刷电路板在进行二次波峰焊的时候拉锡现象也

就消除了
,

而且电子元器件的焊脚点焊锡圆饱
、

光滑
,

获得了令人满意的焊接效果
。
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